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Réflexions sur l’émergence des technologies Photonics Integrated 
Circuits et la fiabilité des produits qui intègrent ces technologies.

Présentation du French Chip Competence Center, ASTEERICS 
objectifs, offres de services, perspectives.
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Emergence des technologies PIC 

Réflexions sur l’émergence des 
technologies Photonics Integrated 
Circuits et la fiabilité des produits qui 
intègrent ces technologies.

01.

Projet ASTEERICS 

Présentation du French Chip 
Competence Center, ASTEERICS 
objectifs, offres de services, perspectives.

02.
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Emergence des technologies PIC 

• Réponse aux impératifs de 
gains en rapidité vs 
électronique intégrée

• Fabrication en // de modules 
intégrant plusieurs fonctions 
opto-électroniques sur un 
même substrat

• Gains Taille, Poids, 
Consommation, Couts, 
Fiabilité (intrinsèque)

PICs: Circuits Intégrés Photoniques
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Emergence des technologies PIC 

Domaines Applicatifs majeurs:

• Interconnexions pour l’IA et les data 
centers

      >100Gbit/s transceivers, commutateurs

• Télécommunications et réseaux 5G/6G

• Santé/diagnostic médical, Capteurs 

Produits à base de PIC 

Produits
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Emergence des technologies PIC 

Interfaces Optiques et Electriques

Les PIC doivent êtres alimentés et pilotés 
par plusieurs interfaces. Ces I/F sont 
sujets à des mécanismes de défaillances 
liés aux contraintes mécaniques, 
thermiques, chimiques...
Exemple: couplage optique

01. Sensibilité aux variations de température

Par construction, les guides d’onde 
lumineuse sont sensibles aux variations 
d’indices liés à la température impliquant 
des déphasages à possiblement 
compenser... 

02.

Sensibilité aux Radiations

Certaines fonctions intégrées aux PIC 
peuvent êtres sensibles aux radiations 
avec des effets d’accumulation de 
charges qui altèrent leurs performances

03. 04. Défaillances intrinsèques au PIC

Suivant leurs technologies et topologies, 
les PIC présentent des modes de 
défaillances internes qui peuvent êtres 
accélérés par les conditions extérieures. 

Sources de Défaillances 
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Emergence des technologies PIC 

 Références orientées PIC
  

▪    IEC TR 63072-1 : Rapport d’introduction aux PIC et feuille de route de leur standardisation
▪    IEC 62150-6 : Spécifications de carte de tests génériques applicables aux PIC
▪    IEC 62148-21 : Packaging PIC avec I/F électriques par Silicon Fine Pitch Ball Grid Array

 Normes orientées semi-conducteurs

▪     JEDEC 
▪    Telcordia

 Normes émergentes / non encore formalisées

▪    Les travaux de la NASA / JPL montrent que de nouvelles normes sont en préparation
▪    L’ESA avec le CNES travaille aussi sur l’élaboration de standards pour la qualification spatiale des PIC

Aperçu des normes applicables 
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Emergence des technologies PIC 

• La fiabilité intrinsèque des PICs ne semble pas la limitation

• Les interfaces électriques/optiques sont des points sensibles

• Les variations de performances en température peuvent êtres critiques 

• Les normes applicables découlent de celles de la micro-électronique + opto + telecom 

• Normes spatiales en cours de développement

⚬ CNES/ESA

⚬ NASA/JPL

Remarques sur la Fiabilité des PICs 

Perspectives: 
• Les technologies PIC émergent et entrent progressivement dans une phase industrielle 

sur des grands domaines applicatifs : Datacenters/IA, Telecom, Imagerie/Capteurs. 

Les performances des PIC augmentent en vitesse, efficacité, programmabilité…

• Au niveau Process/Matériaux, les plateformes les plus utilisées sont le SOI et le SiN ou le Niobate de Lithium 

De nouveaux process comme le 3D printing de polymères par laser femtoseconde ou la gravure sélective 

par laser sont en développement. 

• Dans tous les cas, l’ajout nécessaire de fonctions actives implique une maitrise des techniques d’hétéro -

intégration (flip-chip, die bonding, printing, interposers, chiplets…) similaires aux techniques de packaging avancé 

des semi-conducteurs.  
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Pole ALPHA-RLH ? 

Centre de Compétences en 
Microélectronique Français

IEC 62148-21
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Projet ASTEERICS * 

*ASTEERICS: Attractivity, Services and Training for Energy Efficiency Reach on Integrated Circuits and System
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Projet ASTEERICS 
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Projet ASTEERICS 
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Projet ASTEERICS 
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Projet ASTEERICS 
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Actualités de ASTEERICS 

Formation: Power Management in Digital FD-SOI Circuits 

 Organizers: CNFM 
 Location: CIME Nanotech, 3 parvis Louis Néel, 38016 Grenoble Cedex 
Dates: 13 – 14 April 2026 

Webinaire ASTEERICS, 15 avril 11:00-12:00
Sur inscription: Lien

Avril 2026

Mai 2026

Modules de Formations GaN et SiC

21 mai à Toulouse 9:30-12:30 ou distanciel

Sur inscription : Lien 

 un premier module pour comprendre les apports et les spécificités des technologies GaN et SiC,

un second pour maîtriser leur mise en œuvre avec le bon choix de topologies de convertisseurs et les spécifications adéquates

https://register.gotowebinar.com/register/4712441320161412439
https://lnkd.in/eXdUFxye
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Projet ASTEERICS 
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merci pour votre écoute !
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